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如何看待手机板对板连接器国产化趋势？  

 
➢ 板对板是智能手机的关键连接器 

板对板连接器（Board-to-Board，BTB）是目前所有连接器类型中信号传输

能力较强的产品之一，具有降噪、高频传输稳定、轻薄及无需焊接等优点。

过去 15年，智能手机频段从 2G升级到 5G、各类模组增加，提升了手机对

板对板连接器的需求，除了把各模块连接起来，板对板还可以实现超低高

度和超窄间距，以满足减薄机身和及减小占板面积的目的。板对板制造工

艺包括冲压、电镀、注塑和组装，其中冲压和注塑水平决定了产品性能。 

➢ 全球手机板对板市场空间约百亿 

随着智能手机模块的增加，手机中板对板连接器从原先基础的 10个左右增

加到目前 4G或 5G手机的 20-30个。以苹果为例，iPhone中的板对板连接

器数量由 iPhone 7的 7对增加到了 iPhone XS的 14-16 对，其余普通智能

手机用量在 7-10 对左右，随着 5G 手机出货占比提升，手机平均板对板用

量会增加。根据我们测算，2025年全球智能手机板对板连接器市场规模约

为 90亿元，国内市场规模约为 22亿元，2022-2025年 CAGR分别为 14%/16%。 

➢ 外资领先国内厂商加速跟进 

由于板对板连接器精度要求高，在设计和制造等环节具备较高壁垒，日美

系企业包括松下、JAE、莫仕、泰科、广濑等布局较早，同时迭代开发出更

小间距产品，从而与主流手机品牌形成较强粘性，导致国内企业切入供应

链难度较大。随着手机产业逐步转移至国内，国内头部射频连接器企业已

开发出性能优异的板对板产品，包括电连技术、信维通信等，在自主品牌

份额持续提升的背景下，内资持续提升板对板产品力，国产替代有望加速。 

➢ 投资建议：建议关注电连技术板对板放量进展 

根据电连技术 22年年报，公司已开发出合格的射频板对板产品，并批量用

于核心客户，取得较好市场反馈，同时还与子公司恒赫鼎富协作，实现射

频板对板为核心的 LCP连接线套件的小批量出货。2023 年公司核心客户华

为凭借旗舰产品发布成功扭转销量颓势，预期华为 2024 年手机出货量有望

提升至 6000-7000万部，核心客户销量提升有望带动公司板对板产品放量，

进而带动公司消费电子业务营收提升，建议关注电连技术板对板进展。 
  
风险提示：智能手机终端出货量不及预期；国内厂商板对板连接器替代不

及预期；原材料涨价风险；行业空间测算偏差风险。  

  

 证券研究报告 

2024年 03月 17日 

投资建议： 
 

强于大市（维持）  

上次建议： 
 

强于大市  
 

相对大盘走势  

  

作者  
分析师：高登 

执业证书编号：S0590523110004 

邮箱：gaodeng@glsc.com.cn 

 分析师：熊军 

执业证书编号：S0590522040001 

邮箱：xiongjun@glsc.com.cn 

   

相关报告 
 
1、《汽车：中汽协 2月销量点评：1-2月合计销量

同比高增长，自主份额近 60%》2024.03.11 

2、《汽车：春节影响 2 月销量，政策有望带动行

业向上》2024.03.05     

-20%

-7%

7%

20%

2023/3 2023/7 2023/11 2024/3

汽车 沪深300



请务必阅读报告末页的重要声明 2 

 

 

行业报告│行业专题研究 

正文目录 

1. 板对板连接器是消费电子产品关键零件 ................................ 3 

1.1 智能移动终端连接器种类丰富 .................................. 3 

1.2 板对板在智能手机应用优势明显 ................................ 3 

2. 内资追赶国产替代有望加速 .......................................... 6 

2.1 手机领域全球百亿市场规模 .................................... 6 

2.2 外资领先国内厂商加速跟进 .................................... 7 

3. 投资建议：电连技术板对板有望放量 ................................. 10 

4. 风险提示 ........................................................ 11 

 

图表目录 

图表 1： 消费电子产品主要的连接器种类 ................................. 3 

图表 2： 板对板连接器基本结构 ......................................... 4 

图表 3： 电连技术板对板连接器产品 ..................................... 4 

图表 4： 智能手机经典三段式布局 ....................................... 4 

图表 5： 智能手机使用大量 FPC排线 ..................................... 4 

图表 6： 3C产品软排线实物图（上为板对板连接器排线正反面） ............. 5 

图表 7： 板对板连接器生产工艺流程图 ................................... 5 

图表 8： 2009-2023年全球智能手机销量 .................................. 6 

图表 9： 2011-2023年中国智能手机销量 .................................. 6 

图表 10： 乾德电子板对板连接器应用图示 ................................ 6 

图表 11： 鸿日达板对板连接器应用图示 .................................. 6 

图表 12： 2019-2025 年全球及中国智能手机板对板连接器市场规模（亿元） ... 7 

图表 13： 国内外各连接器厂商手机板对板产品性能对比 .................... 9 

图表 14： 电连技术具备领先的制造能力 .................................. 9 

图表 15： 信维通信自动化生产线 ....................................... 10 

图表 16： 2016 年全球智能手机市场份额 ................................. 10 

图表 17： 2023 年全球智能手机市场份额 ................................. 10 

  



请务必阅读报告末页的重要声明 3 

 

 

行业报告│行业专题研究 

1. 板对板连接器是消费电子产品关键零件 

1.1 智能移动终端连接器种类丰富 

连接器是各类电子设备不可或缺的零部件。连接器的作用主要为在电路内连接

被阻断或孤立不通的电路之间架起桥梁，实现信息的交换和能量的传输，从而使电路

实现预定的功能，连接器被广泛应用于消费电子、汽车电子和工业等领域。 

以智能手机为例，根据使用环境，连接器可分为外部连接器和内部连接器： 

1）外部连接器主要包括：耳机接口；I/O 连接器，电源及信号连接，具体包括

圆形连接器、USB 连接器和 Type-C 连接器等；电池连接器；SIM 卡连接器；Memory 

Card连接器；天线/RF连接器和 Camera Socket等； 

2）内部连接器主要包括：FPC 连接器；板对板连接器（Board-to-Board，BTB）

和线对板连接器。 

图表1：消费电子产品主要的连接器种类 

类别 功能或用途 图例 

微型射频同轴连接器 
射频信号传输常用的元件，用作智能移动终端等设备射频信号模块与线缆连接器组

件之间射频信号传输的接口  

板对板连接器 
连接器用于连接 PCB/FPCB，是目前所有连接器产品类型中传输能力最强的连接器产

品。在手机、电脑以及无线上网设备等小型便携式设备中广泛应用  

I/O连接器 

I/O 连接器主要负责外界与设备或不同设备之间的信号交互，目前 TypeC 连接器是

应用最为广泛的 I/O连接器。TypeC是一种通用串行总线（USB）的硬件接口规范该

种连接器支持 USB接口双面插入  

卡座连接器 
卡座连接器主要是 SIM卡或记忆卡与机内相关电路进行通讯的桥梁。应用于手机等

通讯终端产品  

耳机连接器 
耳机连接器是耳机与机内相关电路进行音频信号传输的桥梁。应用于手机、电脑等 

终端产品。  

电池连接器 
电池连接器是电池与机内相关电路进行电流传输的桥梁。应用于手机、电脑等终端 

产品。  
 

资料来源：乾德电子招股说明书，电连技术招股说明书，国联证券研究所 

 

1.2 板对板在智能手机应用优势明显 

板对板是传输性能最强的连接器之一。手机从功能机演进到智能机、通信频段从

2G 提升到目前广泛应用的 5G、叠加手机的多摄像头趋势等都推动手机内部需要有更

高的数据传输速率，板对板作为传输能力最强的连接器，在手机得到广泛应用。在智

能手机内部，板对板连接器主要用于 PCB板与板之间的连接，并有效实现摄像模组、

显示模组、射频模组、电池模组、声学模组、指纹识别模组等各类模组与主板之间的

连接。 
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板对板连接器主要由接触件、绝缘体、外壳、附件四个部分组成。其中接触件是

连接器核心组件，一般由阳极接触件和阴极接触件组成接触对，通过阴、阳接触件的

插合完成电连接；绝缘体主要作用使接触件按所需要的位置和间距排列，并保证接触

件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能；外壳主要为内装的绝缘安装板和插针提供

机械保护，并提供插头和插座插合时的对准，进而将连接器固定到设备上。在实际应

用中，板对板连接器一般需要为母座和公头配对使用，从而实现各模块之间的连接。 

图表2：板对板连接器基本结构 

 
图表3：电连技术板对板连接器产品 

  
资料来源：接插世界网，国联证券研究所 资料来源：电连技术官网，国联证券研究所 

板对板连接器与柔性印刷电路板紧密配合实现连接功能。目前手机内部主要布

局为三段式，即主板、电池和副板分别位于上中下部，其中副板一般集成充电接口、

振动马达、指纹模组和喇叭等。实现主副板之间的连接除了需要板对板连接器还需要

内部随处可见的排线 FPC（Flexible Printed Circuit，柔性印刷电路板），板对板

连接器位于 FPC两端，与柔性电路板配合完成各模块之间的连接。 

图表4：智能手机经典三段式布局 

 
图表5：智能手机使用大量 FPC 排线 

  

资料来源：搜狐（手机中国），国联证券研究所 资料来源：深圳橙子自动化有限公司官网，国联证券研究所 
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手机最早使用翻盖式的 FPC 连接器实现模块之间的连接，后来由于自身的缺陷

使得它在 3C 产品中逐渐被淘汰，在现有的 3C 产品中已经很少能见到。取而代之的

是板对板连接器，主要是由于板对板连接器具备降噪、高频传输稳定、轻薄及无需焊

接等优点，同时在尺寸上也可实现超低高度和超窄间距以达到减薄机身及减小占板

面积的目的，顺应智能手机轻薄化的趋势。 

图表6：3C 产品软排线实物图（上为板对板连接器排线正反面） 

 
资料来源：游锦炎《3C产品软排线工业机器人自动装配系统研究》，国联证券研究所 

板对板连接器生产工艺主要包括冲压、电镀、注塑和组装。其中冲压和注塑是决

定产品性能的关键环节，冲压主要指通过高速冲压机制造端子；注塑主要指将熔化的

塑料注入胎模中形成盒座；电镀工艺主要指在接触件表面镀金属层提高导电性。 

图表7：板对板连接器生产工艺流程图 

 
资料来源：乾德电子招股说明书，国联证券研究所 
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2. 内资追赶国产替代有望加速 

2.1 手机领域全球百亿市场规模 

智能手机黄金十年，全球及国内需求旺盛。2011 年开始，全球及国内智能手机

销量快速增长，全球销量由 2011年 4.95亿台增长至 2023 年 11.63亿台，2011-2023

年 CAGR为 7.4%；国内销量由 2011年 0.95亿台增长至 2023年 2.76亿台，2011-2023

年 CAGR为 9.3%，销量巅峰为 2016年 5.22亿台，相比 2011年增长 449%，智能手机

销量快速增长带动板对板连接器需求提升。 

图表8：2009-2023 年全球智能手机销量 

 
图表9：2011-2023 年中国智能手机销量 

  

资料来源：Wind，国联证券研究所 资料来源：Wind，国联证券研究所 

手机频段升级、模块增加推动单机板对板连接器用量增加。根据乾德电子招股

说明书，随着智能手机模块的增加，手机中的板对板连接器从原先基础的 10个左右

增加到目前 4G 手机或 5G 手机的 20-30 个。以苹果为例，iPhone 中的板对板连接器

数量由 iPhone 7的 7对增加到了 iPhone XS的 14-16对，其余普通智能手机用量在

7-10对左右，总体来讲，随着 5G手机出货占比提升，智能手机平均板对板用量逐步

提升。 

图表10：乾德电子板对板连接器应用图示 

 
图表11：鸿日达板对板连接器应用图示 

 
 

资料来源：乾德电子招股说明书，国联证券研究所 资料来源：鸿日达招股说明书，国联证券研究所 
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测算假设：1）根据中国信通院等机构数据，2023 年全球和中国 5G 智能手机销

量分别为 7.2/2.4 亿部，占比分别为 62%/87%，假设 2024-2025 年全球和中国 5G 智

能手机销量占比分别为 65%/90%和 70%/94%，同比分别提升 3pct/3pct和 5pct/4pct; 

2）根据鸿日达招股说明书，公司板对板连接器 2020年单价为 0.2元/个，考虑

到智能手机功能升级，板对板外资配套份额高等因素，假设 2024-2025年单价为 0.26

元/个，单价相比 2020年提升 0.06元； 

3）使用对数方面，假设 4G手机 2024-2025年板对板连接器使用对数为 10和 12

对、5G 手机板对板连接器对数分别为 14 和 15 对，4G 手机同比分别提升 0 和 2 对，

5G 手机同比分别提升 0和 1 对； 

4）单机价值量方面，预计4G手机2024-2025年板对板连接器ASP分别为5.2/6.24

元，同比分别提升 8%/20%；预计 5G 手机 2024-2025 年板对板连接器 ASP 分解为

7.28/7.8元，同比分别提升 8%/7%。 

根据假设，我们测算得到 2025 年全球智能手机板对板连接器市场规模约为 90

亿元，国内市场规模约为 22 亿元，2022-2025年 CAGR 分别为 14%/16%，全球手机板

对板市场规模接近百亿元。 

图表12：2019-2025 年全球及中国智能手机板对板连接器市场规模（亿元） 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 

全球智能手机销量（亿部） 13.71  12.94  13.52  12.02  11.63  11.95  12.23  

YOY -2.54% -5.65% 4.53% -11.09% -3.29% 2.80% 2.30% 

国内智能手机销量（亿部） 3.72  2.96  3.43  2.64  2.76  2.84  2.92  

YOY -4.68% -20.44% 15.93% -23.11% 4.77% 3.00% 2.50% 

全球 5G智能手机销量（亿部） 0.19  3.26  5.44  5.95  7.20  7.77  8.56  

占比 1.36% 25.20% 40.22% 49.49% 61.92% 65.00% 70.00% 

中国 5G智能手机销量（亿部） 0.14  1.63  2.66  2.14  2.40  2.56  2.74  

占比 3.70% 55.12% 77.59% 81.18% 86.91% 90.00% 94.00% 

智能手机板对板单价（元/个） 0.18  0.20  0.22  0.24  0.24  0.26  0.26  

4G手机板对板连接器使用对数 8 8 9 9 10 10 12 

5G手机板对板连接器使用对数 10 10 12 12 14 14 15 

4G手机板对板连接器价值量（元） 2.88  3.20  3.96  4.32  4.80  5.20  6.24  

5G手机板对板连接器价值量（元） 3.60  4.00  5.28  5.76  6.72  7.28  7.80  

全球智能手机板对板连接器市场规模（亿

元） 

39.62  44.01  60.73  60.51  69.64  78.32  89.66  

YOY  11.06% 38.00% -0.37% 15.09% 12.47% 14.48% 

中国智能手机板对板连接器市场规模（亿

元） 

10.80  10.77  17.09  14.47  17.86  20.12  22.47  

YOY  -0.34% 58.70% -15.32% 23.46% 12.61% 11.69% 
 

资料来源：Wind，中国信通院，IDC，Strategy Analytics，鸿日达招股说明书，乾德电子招股说明书，国联证券研究所测算 

 

2.2 外资领先国内厂商加速跟进 
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手机板对板连接器开发壁垒相对较高。按照传输信号的不同，板对板连接器分为

普通型板对板和射频型板对板，其中射频类板对板连接器的开发难度更高。板对板连

接器壁垒主要体现在以下几方面： 

1）产品开发壁垒：板对板连接器需要有良好的电气性能和物理性能，其中电气

性能主要包括接触电阻、绝缘电阻等。一般来讲，需要板对板连接器有具有低而稳定

的接触电阻，以此保证信号传输的稳定性。为了保证有良好的接触电阻，需要厂商有

深厚的冲压工艺积累，同时需要精度较高的模具，考验精密制造能力，目前松下，JAE

等厂商已开发出 0.35mm间距的连接器，主要应用于苹果和国内厂商的高端手机； 

2）小间距，多 pin数产品有爬锡问题：为了适应手机的轻薄化，目前板对板连

接器有小间距、多 pin数的发展趋势，小间距和多 pin 化会导致电镀工艺加大，如果

是镀锡会出现爬锡现象，导致产品稳定性下降。目前日企松下通过在端子的引脚根部

点镀出小于 0.08mm的露镍区域，较好解决了爬锡的问题； 

3）客户粘性高：板对板连接器的导入需要长时间的验证，日系和美系企业布局

较早，包括松下、JAE、莫仕、泰科、广濑等，一旦通过验证进入手机厂商供应链，

出于可靠性和规模供应的考虑，手机厂商一般不会轻易切换供应商，这也是国内供应

商短期内没有大量切入该市场的重要原因之一。 

国内厂商快速跟进，产品性能比肩外资。凭借在手机射频连接器领域的技术积

累，叠加国内手机产业快速发展，国内头部手机连接器企业也在积极布局板对板连接

器的研发和市场导入。上市公司中，电连技术和信维通信已经实现手机板对板连接器

的批量供货，逐步打破日美企业在该领域的垄断。以电连技术为例，公司已开发出可

量产的 0.35mm间距的射频板对板产品，同时正在研发 0.3mm间距的产品，截至 2022

年底，公司 0.3mm间距产品已处于中试阶段。 
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图表13：国内外各连接器厂商手机板对板产品性能对比 

 公司 系列/产品 种类 
引脚间距 

（mm） 
高度（mm） 宽度（mm） Pin 数量 

插拔寿命 

（次数） 

国

内 

电连技术 
P/N: 818003839  0.4 0.8 2 

10,14,24,30， 

34,40,50 
 

P/N: 818022629  0.35 0.6 1.6 16  

乾德电子 
电池 板对板   0.6,0.7,0.75 2.4,2.3,2.5   

板对板  0.35,0.4 0.6,0.7,0.8  10-40,10-60  

信维通信  
BS002  0.4 0.8 2.5 10,24,30,40  

BS003  0.35 0.7 1.9 24,30,40  

亚奇科技 OK-10F/GMxxx-04  0.4 0.7 2.5   

国

外 

松下 A35S  0.35 0.8 2.5  30 

莫仕 四排连接器  0.35 0.6 2 32 30 

JAE  

WP27D 堆叠 0.35 0.7  
10,24,30,34, 

38,40,50,60 
30 

WP26DK 堆叠 0.35 0.6 1.9 
10,16,24,30,34, 

40,48,50,60 
30 

广濑 

BK13 嵌合 0.35 0.6  
6,10,12,16,24, 

32,40,50,60 
10 

BM20  0.4 
0.515,0.66, 

0.6,0.8 
1.78,2.26,2.3 

10,16,20,24,30, 

34,40,50,60 
10 

 

资料来源：各公司官网，国联证券研究所  注：引脚间距和 pin数量是核心指标，国内主要厂商性能指标基本已经达到外资水平 

以电连技术为例，部分国内厂商已经具备满足要求的精密制造能力。连接器的

生产工艺流程主要包括模具开发、冲压/注塑成型、电镀、检测和装配等，电连技术

具备全环节能力。模具加工精度作为公司核心工艺环节，具备超精密五金、塑胶连接

器模具设计加工制造能力，已拥有小于 2μm级别的精密加工能力，重要零件精度均

在μm级别。同时，电连技术还具备板对板、射频线缆等产品的自动化产线，可有效

提高生产效率、降低生产成本，提升产品的性价比。 

图表14：电连技术具备领先的制造能力 

 
资料来源：电连技术官网，国联证券研究所 

上市公司—信维通信也已经实现板对板连接器的批量供货。根据信维通信 2022

年年报，公司超小间距板对板连接器技术领先，打破海外厂商垄断，实现对国内外知
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名科技厂商的批量供货，该业务正在快速放量过程中，并且已经配合北美大客户项目，

预计未来将取得进一步的突破。自动化生产方面，目前公司拥有一只由 200 余位经

验丰富的机构/电控/软件自动化工程师组成的自动化团队，具备为大批量产品设计

全自动生产线的能力。 

图表15：信维通信自动化生产线 

 
资料来源：信维通信官网，国联证券研究所 

自主品牌份额提升也为国内厂商导入奠定了基础。得益于国内华为、小米、OPPO、

Vivo 等手机企业的快速崛起，我国已经成为全球主要的手机产业聚集地，根据

TrendForce 和 Omdia 数据，2016 年华为、小米、OPPO 和 VIVO 全球手机市场份额合

计为 22.4%，2023 年市场份额合计为 33%，相较 2016 年提升 10.6pct，其余国内品

牌中，2023年传音的份额为 8%、荣耀的份额为 5%、真我（realme）的份额为 4%，自

主品牌份额提升为国内连接器供应商提供较好的导入环境。 

图表16：2016 年全球智能手机市场份额 

 
图表17：2023 年全球智能手机市场份额 

  

资料来源：TrendForce，国联证券研究所 资料来源：Omdia，国联证券研究所 

 

 

3. 投资建议：电连技术板对板有望放量 

三星, 

22.20%

苹果, 

16.80%

华为, 9.30%
联想, 6.10%小米, 5.80%

LG, 5.00%

TCL, 4.00%

Oppo, 3.90%

Vivo, 3.40%

中兴, 3.10%

其他, 

20.40%

三星 苹果 华为 联想 小米 LG

TCL Oppo Vivo 中兴 其他

苹果, 20%

三星, 19%

小米, 13%Oppo, 9%

Transsion, 
8%

Vivo, 8%

荣耀, 5%

摩托罗拉, 4%

真我, 4% 华为, 3%
其他, 8%

苹果 三星 小米 Oppo
Transsion Vivo 荣耀 摩托罗拉
真我 华为 其他
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电连技术成立于 2006年，成立后深耕消费电子射频连接器研发、设计、制造和

销售，在智能手机等终端需求快速增长的背景下，公司凭借性能优异、可靠的射频连

接器产品实现业绩快速增长，并积极开拓汽车、物联网、通信等应用领域，持续打开

更大成长空间。 

板对板有望成为消费电子业务新的增长极。过去几年手机需求的疲软，使得公司

在消费电子业务上并无太大增长，但公司持续在布局外资份额较高的板对板连接器，

板对板连接器单机价值量高于普通的射频连接器。根据公司 2022年年报，公司已开

发出合格的射频板对板产品，并批量用于核心客户，取得了较好的市场反映，同时还

与控股子公司恒赫鼎富协作，实现了以射频板对板为核心的 LCP 连接线套件的小批

量出货。我们判断，随着下游大客户销量回暖，板对板产品有望成为公司收入端新的

增长极。 

大客户来看，华为出货预期提高。华为在 2023 年发布 Mate 60 和 X5 等旗舰机

型，成功扭转销量颓势，2023 年华为智能手机在中国市场的销量同比增长了 93%。

2024年华为还将发布 P70、Mate70等旗舰机型，出货预期来看，我们判断华为 2024

年手机出货量有望达到 6000-7000 万台，核心客户的出货量回暖有望带动公司板对

板连接器产品出货量提升，进而提升消费电子业务的收入。 

盈利预测：预计 2023-25 年公司营业收入分别为 32.63/39.10/49.47 亿元，同

比增长 9.88%/19.85%/26.50%；归母净利润分别为 3.91/5.82/8.23 亿元，同比-

11.77%/+48.96%/+41.33%，CAGR-3 为 22.92%；EPS 分别为 0.93/1.38/1.95 元/股。

鉴于公司消费电子核心客户销量企稳回升，汽车高速连接器打开第二成长空间，维持

“买入”评级。  

 

4. 风险提示 

1）智能手机终端出货量不及预期：下游手机需求回复不及预期影响手机厂商出

货量，进而造成中上游零部件企业业绩下滑； 

2）国内厂商板对板连接器替代不及预期：板对板连接器开发壁垒高，供应商与

客户粘性强，国内厂商导入时间延长也会导致企业业绩增长不及预期； 

3）原材料涨价风险：原材料涨价会增加产业链企业成本费用，进而有可能影响

到公司盈利水平和业绩； 

4）行业空间测算偏差风险：市场空间测算是基于一些前提假设，存在假设条件

不成立、市场发展不及预期等因素导致市场空间测算结果偏差。
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